
Ａ，Ｂ間に時刻ｔ＝０で大きさＶ のステップ入力を加え ③ＩＣの入出力端子（パッド）やボンディングワイヤ並びにIN

た時の電圧Ｖの時間的変化は リ－ドフレ－ムのピン間のカップリングノイズ
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ＶがＶ の９０％に達する時間ＴはIN 対対対対 策策策策
（（（（図図図図２２２２１１１１参照参照参照参照））））

Ｔ＝2.3ＲＣ〔ｓ〕

つまり配線パタ－ンの抵抗と容量の総量を計算して、それら ①の対策としては、
の積を2.3 倍すれば遅延時間が概算できます。 ●電源配線を太くして配線抵抗を下げる。
しかし実際には抵抗と容量は分布定数回路になっており、 ●デジタル用とアナログ用の電源配線をはっきり分けて

図２０のような回路で遅延時間を計算する必要がある。 配置する。できれば電源端子も別々にする。
配線の長さをｄｘの微少領域に分割し、微分方程式を立てて ●デジタル回路とアナログ回路のウェルを共通にしない。
解いてみる。 （図２１のＰ＋ガ－ドリング）
Ａ，Ｂ間に時刻ｔ＝０で大きさＶ のステップ入力を加え 基板に対しては電源に電位を固定するためのコンタクトIN

た時の電圧Ｖの時間的変化は を数多くとる （図２１のＮ ガ－ドリング）。 +

●デジタル回路とアナログ回路の配置はなるべく離し、そ
Ｖ≒Ｖ ｛１－4/πｅ ｝ の間にはガ－ドリングを配して容量結合を妨げる。IN

-( /4)(t/RC)π

ＶがＶ の９０％に達する時間Ｔは ②の対策としては、IN

●デジタル配線とアナログ配線を並列に配置したり、交差
Ｔ＝1.0ＲＣ〔ｓ〕 ⑥ させたりしない。どうしても並列配置する場合は、間に

電位の固定した配線（例えば電源線）を配置したり、配
配線自体の遅延としては集中定数回路で得られた2.3 ＲＣ 線の距離を離す。
ではなく、1.0ＲＣを使えばより正確であることがわかる。
ＩＣのパタ－ン設計者は、ＲＣ積の値で遅延時間を概算し ③の対策としては
ながら設計を進めます。 ●デジタル端子とアナログ端子を隣接配置しない。また端

子間に電位の安定したダミ－端子（電源線と結線する）
を配置する。
●ボンディングワイヤ間やリ－ドフレ－ムのピン間の距離
を離す。 →パパパパッッッッケケケケ－－－－ジ設ジ設ジ設ジ設計計計計
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図図図図２２２２００００ 配配配配線線線線のののの分布分布分布分布定定定定数数数数回回回回路路路路
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((((2)ア2)ア2)ア2)アナナナナロロロロググググ回路回路回路回路ととととの混の混の混の混載載載載 P+ｶ -゙ﾄﾞﾘﾝｸﾞ ↑ × ×
ＣＭＯＳ回路では微細加工技術の進歩によりデジタル
回路とアナログ回路の両方を混載して、１チップ化した ●×印はＡｌ層と拡散層とのコンタクトホ－ル
ＬＳＩが増えてきた。 ●上図はＮ基板，Ｐウェル構造の場合
しかし混載した場合、デジタル回路のノイズがアナロ
グ回路へ混入し、ＳＮ比が悪くなり誤動作を起こすこと
が考えられる。デジタル回路はパルスの変化点ごとに発
生する雑音源であるので、充分な対策が必要である。 図図図図２２２２１１１１ デデデデジジジジタルタルタルタル－－－－アアアアナナナナログログログログ混混混混載載載載ＩＩＩＩＣのＣのＣのＣのノノノノイイイイズズズズ対対対対策策策策

ノイズの原因は、貫通電流や消費電流による電源線の
電位変動（抵抗性によるものとインダクタンスによるも
のがある ，寄生コンデンサによる信号のカップリン。）
グノイズ等があり、各々の原因に対してそれぞれ対策が
必要である。
デジタル回路からアナログ回路へのノイズの混入経路 6 ．．．．参参参参考考考考文文文文献献献献
としては
①電源線からのノイズ（Ａｌ電源配線やウェルなどを通
して混入） (１)ＷＭペニ－他；ＭＯＳ集積回路，近代科学社，１９７７
②ＩＣ内のデジタル信号配線とアナログ信号配線間のカ
ップリングノイズ (２)香山 晋編；超高速ＭＯＳデバイス，培風館，１９９２


